b\
o © . R
L)

° ’.“ 00090900
- o e o

WIRTSCHAFTLICHE FLEXIBILITAT:
PCB-HANDMUSTER WE.BEND!

Verena Krug

WURTH ELEKTRONIK MORE THAN YOU EXPECT



AGENDA
Wirtschaftliche Flexibilitat: PCB-Handmuster WE.bend!

1. Vorstellung Handmuster
2. SEMI.flex

= \Worauf kommt es beim Design an?
= Anwendungsbeispiel

3. BEND.flex
= \Worauf kommt es beim Design an?
= Anwendungsbeispiel

4. Biegezyklen und -radien

Verena Krug
Technisches Projektmanagement

2 | WIRTSCHAFTLICHE FLEXIBILITAT: PCB-HANDMUSTER WE.BEND!
WEBINAR | NOVEMBER 2024




VORSTELLUNG HANDMUSTER

\/orderseite

BGA-Pitch 0,80 mm
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Biegeradius [mm)]
IPC-2223:

Flexbereich 1-lagig Use A

Flexbereich 2-lagig : Flex-to-

install
\ / Flexbereich 4-lagig T : -
SEMI flex : p—
180° BEND.flex 2Ri-4Ri 90° BEND flex =
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VORSTELLUNG HANDMUSTER

Ruckseite
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SEMI.flex 1Ri-5Ri 90° SEMI.flex 2Ri-4Ri 90°
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BGA-Pitch 0,80 mm

Lange L des Biegebereichs

@ Biegeradius [mm]

Winkel [°] 4 5
45 3,9 4,7
90 7.1 8,7
180 13,4 16,5

WE .bend




VORSTELLUNG HANDMUSTER

Gebogener Zustand
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VORSTELLUNG HANDMUSTER

Lagenaufbau
BEND.flex area SEMI.flex area SEML.flex area
Structure 2Ri Structure 2Ri Structure 1Ri
(0,20 mm thick) (0,22 mm thick) (0,20 mm thick)
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BEND.FLEX — SEMI.FLEX

Gegenuberstellung

SEMI.flex BEND.flex
= Starres Material, nur Tg 135 = Starres Material, Tg135 - Tg170
= ED Kupfer + galvanisches Kupfer = ED Kupfer + galvanisches Kupfer
= Coverlay oder Flex-Maske = Coverlay oder Flex-Maske
= Z-Achsen kontrolliertes tiefenfrasen mit 45° Fase = Starrflex-basierter Herstellungsprozess
= Frasen in die Glas- / Harzmatrix = Keine Beschadigung der Glas- / Harzmatrix
= Kupferim AuBenradius = Kupferim Innen- und AulBenradius

=E BN
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HERSTELLUNGSVERFAHREN
SEMI.flex

TOP e e

L2 4 F -
L3 —_—
L4 1 - -
L5 = —_—
L6 -1 m—
L7 - —_—
Bottom === = — — ——
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FR4 SEMI.FLEX

BIG Impact: Prepreg Konstruktionen

Type 106 Type 1080
Dielektrische Dicke Dielektrische Dicke
50-55 pm 60-70 ym

10|

WIRTSCHAFTLICHE FLEXIBILITAT: PCB-HANDMUSTER WE.BEND!
WEBINAR | NOVEMBER 2024

Type 2116

Dielektrische Dicke
85-100 pm
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Type 7628

Dielektrische Dicke
170-190 um




ANWENDUNGSBEISPIEL

SEMI.flex
= Schaltkasten fur Bodenanalyse Vorteile:
= 156 Relais = Miniaturisierung:
= SEMI.flex 1Ri-3Ri Vervierfachung der Signale im gleichen Gehause.
= Fest montiert auf einem stabilen, einteiligen = Preisvorteil:
Metalltrager. Gunstiger als konventionelle Kabel und Stecker Losung!

= Zuverlassigkeit:
Nur 1 x Design, Bestuckung, Loten und Testen.
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HERSTELLUNGSVERFAHREN
BEND.flex

FR4 —
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DAS WELTWEIT ERSTE
APPGESTEUERTE VENTIL

Das Festo Motion Terminal VTEM fur die Industrie 4.0
ermoglicht ein digitalisiertes Pneumatiksystem fur unter-
schiedlichste Funktionen mit einem einzigen Ventilsystem
und applikationsspezifischen Motion Apps. Damit gelingt
eine hohe Standardisierung der Hardware, wahrend
gleichzeitig die Vorteile von Elektrik und Pneumatik mit
hoher Energieeffizienz nutzbar werden. -
Ein Schlisselelement der Ventilelektronik ist die Leiter- o :
platte in BEND flex-Technologie. Sie ermaoglicht.die -~
Integration der Piezo-Vorsteuerventile und der /ent:
elektronik mit Sensorik (Hub, Druck und Temperat
auf kleinstern Raum. Die BEND flex-Leiterplatte halt
auch den anspruchsvollsten Einsatzbedingungen Sﬁnd

UILIWIE



ANWENDUNGSBEISPIEL FESTO
BEND.flex

Anforderungen des Kunden FESTO:

= (Gute Signaltbertragung

= Mechanische Stabilitat und Montagefahigkeit
= Geringer Platzbedarf der Verdrahtungslosung
= Microvias uber drei Lagen

= \Vibrationsbestandigkeit

= Geringer Testaufwand

= Niedrige Beschaffungskosten

= Niedriger Logistikaufwand

—> BEND.flex Technologie
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ANWENDUNGSBEISPIEL FESTO

Montage
= BEND.flex wird durch das Gehause geschoben Vorteile:
= Keine Nutzenkante -

Miniaturisierung: keine Kabel & Stecker notwendig
= Zuverlassigkeit: Weniger Lotstellen

= Systemvorteil: Vollautomatisierte Montage

= Ausreichende Stabilitat
= Handisch biegbar
= Ziel: Vollautomatisierte Montage
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BEND.FLEX UND HDI

Besonderheit BEND.flex

oidores b are | Mol res | et dezrting
Flexmask 30
Soldermask A

L1 w |/ a0 *Ined. Plating
Prepreg 65 65 Prepreg
L2 17 17

Core 60 60 Care
Prepreg Prepreg
Core mo | e oz
Ls 17 |
Prepreg 185 Prepreg
Core 60 Care
Prepreg 1o Prepreg
Soldermask 20

bend area
Structure

Microvias von 1 — 3:

MV-@: 150 ym
Pad-@: 350 pm

Microvias von 1 — 2:
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MV-@: 125 pm
Pad-@: 250 pm




SEMI.FLEX VERSUS BEND.FLEX

Biegezyklen und Kosten

Ubersicht Kosten in % / Biegezyklen

1200
1000
800
600 S
n
400 8 3 2
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200 8 & = T 8 I8 I
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Multilayer SEMIflex % BEND.flexs TF-xRi 2F-xRi XRi-2FxRi  xRi-2F-xRi
ernans® ED-Kupfer  RA-Kupfer
B Kosten relativ Biegezyklen
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SEMI.FLEX VERSUS BEND.FLEX

Biegeradius

Biegeradius[mm] 1 2 3 &4 5 6 7

IPC-2223:
Flexbereich 1-lagig BT Dickex 10 Use A
Flexbereich 2-lagig B Dickex 10 Flex-to-
install
Flexbereich 4-lagig Dicke x 20 .
SEMI.flex R
BEND.flex S
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ZUSAMMENFASSUNG
SEMI.flex und BEND.flex

Beide Technologien sind gunstiger als STARR flex.
= Beide Technologien mussen vor dem Loten nicht getrocknet werden.

= |agenaufbauten sollten vorab mit uns abgestimmt werden: flex@we-online.com

= BEND.flex kann haufiger gebogen werden.
= BEND.flex kann mit einem geringeren Biegeradius gebogen werden.

= Kombination mit HDI (Microvias 1-3) ist moglich.

= Alle wichtigen Infos sowie die Vorbestellung der Muster finden Sie unter:

https://www.we-online.com/we-bend
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